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Bescheinigung 

Die Hoechst Trespaphan GmbH in Neunkirchen/Deutschland hat eine Patentanmeldung 
unter der Bezeichnung 

"Transparente biaxial orientierte Polyolefinfolie" 

am 10. Februar 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. 

Das angeheftete Stuck ist eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprungli- 
chen Unterlage dieser Patentanmeldung. 

Die Anmeldung hat im Deutschen Patent- und Markenamt vorlaufig die Symbole 
C 08 L 23/02. C 08 J 5/18 und B 65 D 65/40 der Internationalen Patentklassifikation 
erhalten. 
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Transparente biaxial orientierte Polyolefinfolie 

Die Erf ind unq betrifft eine lasermarkierbare, transparente . orientierte 

Polyolefinfolie, 

5 

Im Stand der Technik sind Verfahren zur Markierung von polymeren Materialien 
bekannt. Derartige Materialien enthalten einen strahlungsempfindlichen Zusatz, 
welcher unter Einwirkung von Strahlung in bestimmten Wellenlangenbereichen 
eine Verfarbung des Materials bewirkt. Diese. Zusatze bezeichnet man als 
1 0 Laserpigmente. 

Ebenso sind im Stand der Technik Pollen aus Polyolefinen bekannt, welche fur 
bestimmte Anwendungszwecke biaxial orientiert werden und im allgemeinen einen 
Dicke im Bereich von 3 bis 100 pm haben. Es ist bekannt biaxial orientierte Foiien 
15 durch geeignete Zusatze zu modifizieren. "Derartige Zusatze konnen die Reibung, 
die Antistatik, die thermische Stabilitat, die Optik oder andere Folieneigenschaften 
verbessem. Diese Zusatze durfen jedoch bei transparenten Foiien die Optik nicht 
beeintrachtigen, d.h. insbesondere nicht die Trubung erhohen oder den Glanz 




vermindern. 

20 



Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung bestand daher darin, eine 
lasermarkierbare transparente(biaxial) orientierte Polypropylenfolie zur Verfugung 
zu stellen. Insbesondere soil die Folie durch geeignete Verfahren mit Laserlicht 
unterschiedlicher Wellenlangen zu markieren sein. Dabei durfen keine Locher 
25 durch den Laserstrahi in der Folie erzeugt werden. Gleichzeitig soil die Folie eine 
hoher Transparenz und„ eine gl eichmafSi g e Optik ohne Stippen und Blasen 
aufweisen. 
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Diese Aufgabe wird durch eine transparente, ein- Oder mehrschichtige orientierte 
Pol y olefinfolie aus einer mindes tens einer Schicht g elost, welche ein Schichtsilikat 
enthalt (nachstehend "die Schicht" genannt), welches eine unregelmaliige 
5 Oberflachenstruktur und keine Beschichtung aus Metalloxiden aulWeist. Die 
Unteranspruche geben bevorzugte Ausfuhrungsformen der Erfindung an. 

Die Schicht der Folie enthalt im allgemeinen mindestens 85 Gew.-%, vor- 
zugsweise 90 bis <100 Gew.-%, insbesondere 98 bis <100 Gew.-%. jeweils 
bezogen auf die Schicht, eines Polyolefins, vorzugsweise eines Propylenpolymer. 

Polyolefine sind beispielsweise Polyethylene, Polypropylene, Polybutylene Oder 
Mischpolymerisate auf Olefinen mit zwei bis acht C-Atomen, worunter 
Polyethylene und Polyproyplene bevorzugt sind. 
15 • 

Im allgemeinen enthalt das Propylenpolymer mindestens 90 Gew,-%, 
vorzugsweise 94 bis 100 Gew.-%, insbesondere 98 bis 100 Gew.-%, Propylen. 
Der entsprechende Comonomergehalt von hochstens 10 Gew.-% bzw. 0 bis 6 

%Gew.-% bzw, 0 bis 2 Gew.-% besteht, wenn vorhanden, im allgemeinen aus 
20 Ethylen und Butylen. Die Angaben in Gew.-% beziehen sich jeweils auf das 
Propylenhomopolymere. 




Bevorzugt sind isotaktische Propylenhomopolymere mit einem Schmelzpunkt von 
140 bis 170*^0, vorzugsweise von 155 bis 165 °C, und einen Schmelzflufiindex 
25 (Messung DIN 53 735 bei 21,6 N Belastung und 230 X) von 1.0 bis 10 g/10 min, 
vorzLTgsweise von 1,5 bis 6,5 g/10 min. Der n-heptanl6sliche Anteil des Poiymeren 
betragt im allgemeinen 1 bis 10Gew.-%, vorzugsweise 2-5 Gew.-% bezogen auf 
das Ausgangspolymere. 




HOECHST TRESPAPHAN GMBH 08.02.99 
-3- 

Die Molekulargewichtsverteilung des Propylenpolymeren kann je nach 
Anwendungsgebiet in breiten Grenzen variieren. Das Verhaltnis des Gewichts- 
mittels Mw zum Zahlenmittel Mn liegt im all g emeinen zwischen 1 und 15. 

5 In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der erfindungsgemapen Folie liegt das 
Verhaltnis des Gewichtsmittels Mw zum Zahlenmittel Mn bei 2 bis 1 0, ganz beson- 
ders bevorzugt bei 2 bis 6. Eine derartig enge Molekulargewichtsverteilung des 
Propylenhomopolymeren der Schicht erreicht man beispielsweise durch dessen 
peroxidischen Abbau oder durch Herstellung des Polypropylens mittels geeigneter 
1 0 Metal locenkatalysatoren. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung ist das eingesetzte 
Polypropylen hochisotaktisch. Fur derartige hochisotaktische Polypropylene 
betragt der mittels "C-NMR-Spektroskopie bestimmte Kettenisotaxie-lndex des 




15 n-heptanunloslichen Anteils des Polypropylens mindestens 95 %, vorzugsweise 96 
bis 99 %. 

Es ist erfindungswesentlich, dafi mindestens eine Schicht der Folie ein Pigment 
auf Basis von Schichtsilikat enthalt, welches eine unregelmafSige Oberflachen- 
20 struktur und keine Beschichtung aus Metal loxiden aufweist. 



Die Schicht enthalt das Pigment im allgemeinen in einer Menge von 0,01 bis 4 
Gew.-%, vorzugsweise 0,5 bis 2,5 Gew.-%, insbesondere 0,8 bis 1,5 Gew.-%, 
bezogen auf das Gesamtgewicht der Folie. 

Die auf Schichtsilikat basierenden Pigmente werden aus Schichtsilikaten mit 
plattchenformiger Struktur hergestellt. Als Schichtsilikate sind Glimmer besonders 
geeignet, worunter Muscovit, Biotit, Phlogopit, Vermicullit sowie synthetische 
Glimmer besonders bevorzugt sind. Diese an sich bekannten Ausgangsstoffe 
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Fig. 2: den schichtweisen Aufbau eines Abgleich- 
elements, und 

Fig. 3: ein elektrisches Schaltbild des Abgleichele- 
ments mit einer Auf nehmerb rue kens chaltung. 

In Fig. 1 der Zeichnung ist schematisch ein iUDgleichelement 4 
fur einen Aufnehmer mit Bruckenschaltiang 1 dargestellt, das 
als- separates Bauteil. ausgebild&t ist u nd bei deia die wesent- 
lichen Abgleichwiderstande 6, 19, 13, 18 als strukturierte 
Widerstandsf olie 23 auf einer metallischen Tragerplatte 2 0 
aufgeklebt sind. 

Das Abgleichelement 4 bestettt im wes exit 1 i c±Len aus einer metal- 
lischen Tragerplatte 20, die einen Tragerkorper darstellt. 
Dieser Tragerkorper 2 0 mufi aus einem gut wani;ieleitenden Werk- 
stoff bestehen, so daB diese Tragerplatte 2 0 vorzugsweise aus 
Aluminium bestetit. Es sind aber aucb andere metallischen Ble- 
che Oder Flatten mit guter Warmeleitf ahigkeit verwendbar, 

Diese metallische Tragerplatte 20 wird vorzugsweise mit Mate- 
rialdicken von 0,2 bis 1,5 mm eingesetzt, Dabei ist eine 
rechteckige Grundflache der Tragerplatte vpn ca. 18 x 20 mm 
gewahlt, da diese Abmessungen gut geeignet sind, an serien- 
mafiigen Kraft auf nehmern und Wagezellen angebracht zu werden. 
Derartige Tragerplatten 2 0 konnen aber auch in anderen Abmes- 
sungen und Ausformungen herges^tellt werden, soweit dies fiir 
den jeweiligen Aufnehmer notwendig ist. Dabei sind auch qua- 
dratische, runde oder davon abgewandelte Gi;undf lachenf ormen 
denkbar. 

Ein Schichtaufbau des Abgleichelements 4 ist in Fig. 2 dar- 
gestellt, wonach die Dickenverhaltnisse der einzelnen Schich- 
ten etwa mafistablich aber stark vergrofiert abgebildet sind. 
Die metallische Tragerplatte 2 0 ist als untere Schicht dar- 
gestellt^ die mit Abs-tand die grofite Schichtdicke besitzt. Auf 



diese metallische Tragerplatte 2 0 wird eine strukturierte Wi- 
derstandsfolie 23 aufgeklebt, die die niederohmigen Abgleich- 
widerstande 6, 19, 13, 18 und die Leiterbahnen 8 mit Anlot- 
punkten 5, 7, 11, 12, 15, 16 enthalt . Dabei ist eine homogene 
Klebstoff schicht 22 von ca. 0^005 bis 0,025 mra vorgesehen, die 
gleichzeitig als Isolationsschicht gegeniiber der Tragerplatte 
20 dient. Die daruberliegende Widerstandsf olie 23 kann aus 
Nickel, Kupfer Oder einem anderen elektrisch leitenden Werk- 
stoff mit hohem Temperaturkoef f izienten bestehen. Diese Wider- 
standsfolie 23 wird mit einer homogenen Dicke von ca. 0,005 
bis 0,025 mm auf der Tragerplatte 20 auf getragen. Diese Wider- 
standsfolie 23 wird mit Hilfe eines f otolithograf ischen Pro- 
zesses strukturiert , wonach die Widerstande 6, 19, 13, 18, die 
Leiterbahnen 8 und die Anschlufipunkte 5, 7, 11, 12, 15, 16 
ahnlich der bekannten Herstellung von DehnungsmeUstreif en 2 
geatzt werden. Dabei sind die Leiterbahnen 8, Anschlufipunkte 
5, 7, 11, 12, 15, 16 und Abgleichwiderstande 6, 19, 13, 18 
ahnlich der schematischen Darstellung der Fig. 1 auf der Tra- 
gerplatte 20 angeordnet. Die Abgleichwiders^ande 6, 19 sind 
fur den Feinabgleich des Temperaturgangs beim Nullpunkt vor- 
gesehen und besitzen einen Widerstandswert vpn ca. 0,1 Q und 
sind als rechteckige Flache der Widerstandsf olie 2 3 von weni- 
gen mm Kantenlange ausgebildet. Je nach Art der Widerstands- 
folie 23 und dem Widerstand der DehnungsmeBstreif en 2 konnen 
auch Wider standwerte von 0,5 bis 1 Q Oder dartiber erforderlich 
sein. Da es sich bei der Widerstandsf olie 23 urn eine auJJerst 
homogene Folie handelt, sind derartige Widerstandswerte ohne 
Abgleich in hoher Genauigkeit herstellbar, so daii durch diese 
Widerstande 6^ 19 die Streuung des TemperatU2;rgangs beim Null- 
punkt im Aus gangs zust and nicht erhoht wird. 

Die beiden Abgleichwiderstande 13 ^ 18 fiir 4en Abgleich des 
Temperaturgangs beim Kennwert (TKK -Abgleich) sind ebenfalls 
als strukturierte Widerstandsf olie 23 auf dei; Tragerplatte 2 0 
ausgebildet. Diese temperaturabhangigen Wxderstande 13, 18 



mussen bei der vorliegenden Aufnehmerschaltung, bei der Deh- 
nungsmeBstreifen 2 von 350 Q eingesetzt sind, in Verbindung 
mit dem ParaJLLeLwiderstand 10, 17 z.iir optimalen Linearisierung 
des Temperaturgangs beim Kennwert und bei einem Aluminiumauf- 
nehmer einen Widerstandswert von ca. 40 Q besitzen. Dieser 
Widerstand wird vorzugsweise als MeBgitter ausgebildet, vm 
eine hohe Genaui gkelt imter. kleinsten. Abmea^ungen zu gewahr- 
leisten. Da diese Abgleichwiderstande 13, 18 durch die vor- 
beschriebene Ausbildiing und aufgrund des gewahlten Schicht- 
aufbaus mit einer Toleranz von ± 0,1 % herstellbar sind, kann 
ein nachtraglichex individueller. Abgleicb des Temperaturgangs 
beim Kennwert (TKK-Abgleich) ent fallen. Insbesondere auch des- 
halb, well durch die Gitterstruktur beliebige Widerstandswerte 
herstellbar sind, die vorher rechnerisch oder versuchsweise 
fiir den entsprechenden Aufnehmertyp ermitteXt wurden. Bei der 
Verwendung anderer DehnungsmeBstreif en-Widerstande und anderer 
Aufnehmermaterialien konnen fiir die Abgleichwd^derstande 13, 18 
auch Widerstandswerte von ca. 10 bis 100 Q notwendig sein. 

Zur Linearisierung des Abglelchs des Temperaturgangs beim 
Kennwert (TKK-Abgleich) ist parallel zum Abgleichwiderstand 
13, 18 noch ein Festwiderstand 10, 17 geschal^tet, der auf den 
vorgesehenen AnschluBpunkten 9, 14 nachtraglich aufgelotet 
wird. Hierbei ist ein handelsublicher Festwiderstand in SMD- 
Technik mit moglichst kleinem Temperaturkoef f izienten vorgese- 
hen, der beispielsweise- einen: Wider s-tetndswert von ca. 2 00 Q 
aufweist. Je nach Auslegiing der Gesamtschaltung sind hierfur 
Widerstandswerte von. 70 bis ZOO Q einsetz^baj:;, Dieser Wider- 
standswert von 200 Q ist fiir einem Temperaturbereich von - 10 
bis + 40 °G ermitteit, um dies-enr Bereieh zu ljj.nearisieren . Ftir 
einen derartigen Temperaturbereich sind auch die ubrigen Ab- 
gleicliwiders-tande 19-^ 13-,^ 18- vc^rgesehen..- ]^ei groBeren oder 
kleineren Temperaturbereichen konnen sich auch andere Wider- 
standswerte ergeben,^ die durehr eine- e-inrSaehe- Anderung des De- 
signs der Widerstandsf olie 23 be-rucksichtigt werden konnen. 
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Bei grafi-e-ren: Temper aturrbe-reiette^t und: gra&e-re^\ Schwankungen im 
Aus gangs signal des Aufnehmers konnen auch noch zusatzliche 
Festwide-rs-tande- vo-rg cs c lr ten we-rden, so- dafr fua; diese Falle zu- 
satzliche AnschluBlotpunkte 1, 11, 12 in der Leiterbahnen- 
5 struktur angeordnet werdenr auf die dann di^ Festwiderstande 
aufzuloten sind, 

Im Design der Widerstandsf olie 23 sind zusat:^lich an der lin- 
ken Seite der Tragerplatte 2 0 sechs Anschlufilotpunkte 5 fur 
10 die Verschaltung der Dehnungsmefi-s-treif en 2 und rechts jeweils 
zwei AnschluBlotpunkte A fiir die Ausgangssignale und zwei An- 

• schlufila^tpunkte- E ftir die- B-ruekenrsped&unrg vor^esehen, Bei wei- 
teren Abgleichbauelementen konnen auch noch andere AnschluB- 
lotpunkte- 7, 11, 12 attf der Tragerplatte- 2 0- angeordnet werden, 
15 durch die die elektrische Verbindung herstellbar ist, 

Nach dem Atzverfahren werden ins^be-sonelere- eirie Abgleichwider- 
stande 13, 18 fur den Abgleich des Temperaturgangs beim Kenn- 
wert (TKK -Abgleich) gemessen und in einem "speziellen Abglei'ch- 
2 0 verfahren auf den vorher eimiittelten Widerstandswert hochgenau 
abgeglichen. Da diese Abgleichwerte bereits vorher aufgrund 
der Aufnehmerbauart festlegbar sind, werden diese Abgleich- 
widerstande 13, 18 bereits vor der Beschaltung rait den Deh- 

• nungsmeBstreif en 2 auf den ermittelten Wert hochgenau einge- 
stellt. Danach wird zuert Schutz de-r Schaltuiig eine Abdeck- 
schicht 2 4 in den Bereichen aufgebracht, die bei den folgenden 
Proze&^en ke-ine- Kant ark tiertm^ mehr benotigenr. Der Lack 24 kann 
ein sogenannter Lotstoplack sein, wie er ublicherweise in der 
Leiterplattentechnolog^ie- verwendet und eiurehr Siebdruck auf ge- 
30 bracht wird. Auch andere Auf tragsverf ahren, wie z. B. Sprtihen, 
Pinse-ln usw. sind moglich. Allerdings is-t ein^ bestandiger Lack 
24 notwendig, der ftir den nachf olgenden Ref low-Lotprozefi ge- 
eignet ist. 



35 
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Nach de-r Abdeckung werden die Kontaktzonen im Ein- iind Ausgang 
und die Kontaktf lachen fur den Parallelwiderstand uber eine 
Lochmaske mit Lot bedruckt^ Da.Em warden die- Elemente 4 in ei- 
nem Bestuckungsautomaten mit den Parallelwiderstanden 10, 17 
bes-tiickt imd in einem Re-f low-^^-razeB eingelotet. 

In Fig, 3 der Zeichnung ist das elektrische Schaltbild des 
Aufnehmers lait dem AbglelcheXeinent 4 xind der Auf nehmerbrucken- 
schaltiing 1 dargestellt. Dabei sind die in Fig. 1 dargestell- 
ten beiden m±t I>eiimingsme&^treif enr 2 versefeen^n Halbbrticken zu 
einer Vollbriicke verschaltet. Die Vollbrucke kann auch aus 
einer DeJnnungsmeB^s-treif en-viertelbrucke oder e4ner DehnungsmeB- 
streif er±ialbbrucke mit zusatzlichen Briickenwiderstanden ge- 
bildet sein. Die Dettnungsmefi-s-treif enr 2 be^i-1;zen Widerstands- 
werte von z. B. 350 Q land sollen fur einen Temperaturbereich 
von - 10 bis + 40- ^^C einge&e-tzt we-rden. Darzu ^ind jeweils in 
der Speiseleitung 15 fiir den Abgleich des Temperaturgangs beim 
Kennwert (TKk-Abgle-ich^ j-eweils- ein Abgleiektvider stand Rtkk 
Reihe geschaltet, zu dem jeweils ein Festwider stand Rp parallel 
geschaltet ist. Durch die Parallelschaltung von den Widerstan- 
den 13, 18 mit dem hohen Temperaturkoef f izienten des Wider- 
standes (TKR) mit den Widerstanden 10, 17 laBt sich das Aus- 
gangssignal des- Aufnehmers- tiber die Tempera^ur in engen . Feh- 
lergrenzen relativ linear einstellen. 

Die Dehnungsempf indlichkeit der DehnUrngsmefr&-t:(:eif en (k-Faktor) 
\ind der Elastizitatsmodul vom Auf nehmerwerks toff sind tempera- 
turabhangig. Be~i Kons-t ant arn ais- Dehnungsme^^tj^eif en-MeBgitter- 
werkstoff mit einem positiven Temperaturkoef f izienten des k- 
Faktors (TKk>- und- dem n c gat ivenr Tempe-rartu-rkoeff izienten des 
Elastizitats-Moduls (TKE) des Aufnehmerwerkstof f s fuhren beide 
bei einer mechrani-sc hen Beiastun^ undr bei "Femp^raturerhohung zu 
einer Erhohung des Kraft-, Gewichts- oder Drucksignals . Zur 
Be-s-timmung dieses Fehie-rs- wirdr der Auf n e hm ey lait einer Ref e- 
renzmasse bzw, Ref erenzkraf t bei verschiedenen Temperaturen 
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mechanisch belastet iinci daxaus der. entsprectLende Abgleichwi- 
derstandswert fiir die Abgleichwiderstande 13, 18 und der Par- 
allelwiderstande 10, 17 ermittelt, der zur Koi^pensation dieses 
Fehlers notwendig ist. Da die Abgleichwiderstande Rpkk zu- 
nehmender Temperatur einen rel ati v s^tarkeru J^stieg ihres Wi- 
derstandswertes bewirken, entsteht in den Speiseleitungen 15 
ein zusatzlicher Spannungabf all^ der der durch den positiven 
Temperaturkoef fizienten des k-Faktors (Tkk) und den negativen 
Temper a turkoefflzienterL des ELas t i zitatsmodiA s (TKE) des Auf- 
nehmerwerkstof f s bewirkten MeBsignalanderiing entgegenwirkt . 

• Da diese Wainneabhangigkeit bei jeder gleichai^tigen Aufnehmer- 
schaltiing gleich ist, konnen die Werte fiir den Abgleichwider- 
stand und den Par a 1 1 elwide rs t and art Vergleicti^brucken bestimmt 
15 werden, die dann auf alle anderen gleichartigen Aufnehmer 

libertragbar sind. Dabei miissen ftir alle Abgleichelemente die 
Abgleichwiderstande R^kk genau mit den ermittelten Widerstands- 
werten hergestellt werden, so daB dann fiir alle nachf olgenden 
Aufnehmerschaltungen ein individueller Kennwertabgleich e"rit- " 
2 0 fallen kann. Aufgrund der gewahlten Dicke dea; Tragerplatte 2 0 
sind bei den darauf befindlichen Widerstanden bei Temperatur- 
anderungen keine Wide r Stan d s vexa n d eriing en. durch Verwerfungen 
Oder Verspannimgen in der Tragerplatte zu erwarten. Im tibrigen 

• bewirkt die unmittelbare Verklebung 22 mit der gut warmeleit- 
fahigen Tragerplatte 2 0 sowohl bei auBerer Temperatureinwir- 
kung als auch bei T emp er atur ande ru n gen, die durch Eigenerwar- 
miong der Widerstande auf der Tragerplatte entstehen konnen, 
einen schnellen Temperaturausgleich, so daB hierdurch keine 
zusatzlichen MeBfehler entstehen konnen, 

30 

Zum Abgleich des Temperaturgangs des Nullpunk^s (TKO-Abgleich) 
sind in dem unteren Briickenzweig 2 5 zwei temper atur abhangige 
Abgleichwiderstande Rnco mit hohen Temperaturkoef fizienten an- 
geordnet. Diese sind, falls erf orderlich, Ausgleich von Un- 
35 symmetrien bei de^r Herstellung und Applikation der Dehnungs- 
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meBstreif en 2 fiir den TKO-Feinabgleich vorgesehen. Fiir die 
Bestimmung der TKO-Ausgangsdaten wird die Beschaltung der Ab- 
gleicheinheit 4- mit den DehnungsmeBstreifen. 2 durchgef tihrt . 
Danach wird der Nullpunkt der MeBaufnehmer in mechanisch ur±>e- 
lastetem Zu&tand bei verschiedenen Temperati^ren gemessen und 
der daraus resultierende TKO bestimmt. Zum Abgleich wird je 
nach dem Vorzeichen des TKO einer der Wideifstande 6, 19 so 
lange verandert, bis das Aus gangs signal der Briicke 1 im ge- 
samten Temperaturbereich innerhalb der vorgegebenen Grenzen 
liegt. Dabei wird der Abgleich durch einen "Radiervorgang" 
vorgenommen, in dem die Widerstandsschicht 22 durch Abrieb 
verringert wird, so daB sich der Widerstandswert erhoht. Da 
diese Widerstandswerte durch "Radieren" nur in eine Richtung 
veranderbar sind land da nicht vorhersehbar ist, welches Vor- 
zeichen der TKO haben wird,^ wird in jedem Bruckenteil ein Ab- 
gleichwider stand 6, 19 vorgesehen, urn in beide Richtungen ei- 
nen Abgleich vornehmen zu konnen. 

Da durch die sehr genaue Fertigungsmethode der Abgleichwider- 
stande 6, 19 diese niederohmigen WiderstandwQrte fast nahezu 
identisch sind, ist vorteilhaf terweise ein Ausgleich zwischen 
diesen Wider standen 6^ 19 entbehrlich, Dadurch ist dann nach 
der Aufnehmerf ertigung auch nur ein sehr geringer Abgleich des 
Temperaturgangs beim Nullpunkt (TKO-Abgleich) ohne groBen Auf- 
wand erf orderlich. Dabei sind auch fur den Abgleich des Tempe- 
raturgangs beim Nullpunkt (TKO-Abgleich) temperaturabhangige 
Widerstande mit hohen Temperaturkoef f izienten notwendig, ura 
diesen zusatzlichen nicht bei Dehnung empf indJ^ichen Widerstand 
in den Brtickenzweigen der Vollbriicke und damit eine Verringe- 
rung der Empf indlichkeit so gering wie moglich zu halt en. Auch 
fiir den TKO-Abgleich ist es besonders vorteilhaf t, daB durch 
den gewahlten Schichtaufbau gewahrleistet ist, daB die Wider- 
stande 6, 19 auf der Tragerplatte 2 0 bei Temperaturanderungen 
die gleiche Temperatur und damit auch die glei^che Wirkung auf- 
weisen. 
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Dm Aufnehmer mit einem gleichen Aus-gangs signal (Kennwert) bei 
Belastung herzustellen, sind im Abgleichelement 4 in den Aus- 
gangsleite2±)ahn.en. 8 LotpunJcte vorgesehen, auf denen parallel 
zum Ausgang ein hochohmiger Widerstand von z. B. 1 kQ zum 
Kennwertabgleich eingelotet werden kann. 
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Abgleichelement fur einen Aufnehmer 



Patentanspriiche 



1. Abgleichelement fur einen Aufnehmer, der eine Brucken- 
schaltung mit Dehnungsmefistreif en enthalt, das aus einem 
separaten Tragerkorper mit darauf angeordneten elektri- 
schen Abgleichbauelementen gebildet ist, dadurch aekenn- 
zeichnet , daB der Tragerkorper aus einer gut warmeleit- 
fahigen Tragerplatte (20) besteht, auf der eine struktu- 
rierte Widerstandsf olie (23) isoliert angeordnet ist, aus 
der mehrere Abgleichwiderstande (5, 19, 13, 18) herausge- 
bildet sind. 

2. Abgleichelement nach Patentanspruch 1, dadurch aekenn- 
zeichnet , daB die Tragerplatte (2 0) aus einem rechtecki- 
gen, quadratischen, runden oder davon abgewandelten 
Grundflache besteht, die aus einem gut warmeleitf ahigen 
Werkstoff hergestellt ist. 

3. Abgleichelement nach Patentanspruch 1 oder 2, dadurch 
aekennzeichnet , daB die Widerstandsf olie (23) aus Kupfer, 
Nickel Oder einem elektrisch leitfahigen Werkstoff mit 
hohen Temperaturkoef f izienten des Widerstandes besteht. 

4. Abgleichelement nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch aekennzeichnet . daB aus der Widerstandsf olie (23) 
gitterf ormige oder flachige niederohmige Abgleichwider- 
stande (6, 19, 13, 18) herausgebildet sind. 
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5. Abgleichelement nach Patentanspruch 4, dadurch aekenn- 
zeichnet . daB aus der Widerstandsf olie (23) neben den 
Abgleichwiderstanden (6, 19, 13, 18), Leiterbahnen (8) 
und AnschluBlotpunkte (5, 7, 11, 12, 15, 16) fur An- 
schluBleitungen und/oder weiteren Abgleichbaueleraenten 
herausgebildet sind. 

6. Abgleichelement nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
dadurch aekennzeichnet , dafi die Tragerplatte (2 0) eine 
Dicke von ca. 0,2 bis 1,5 mm und eine Grofie von ca. 0,5 
bis 10 cm^ aufweist- 

7. Abgleichelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch aekennzeichnet . dafi auf der Tragerplatte (20) 
eine homogene Isolationsschicht (22) zur Verbindung mit 
der homogenen Widerstandsf olie (23) vorgesehen ist, wobei 
die Isolationsschicht (22) und die Widerstandsf olie (23) 
eine Dicke von 0,005 bis 0,025 mm aufweisen. 

8. Abgleichelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch ae kennz e i chne t , dafi aus der Widerstandsf olie (23) 
zwei gleichartige Abgleichwiderstande (6, 19) ftir den 
Abgleich des Temperatur gangs beim Nullpunkt (TKO-Ab- 
gleich) mit Widerstandswerten von 0,1 bis 5 Q herausge- 
bildet sind. 

9. Abgleichelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch aekennzeichnet, dafi aus der Widerstandsf olie (23) 
zwei gleichartige Abgleichwiderstande (13, 18) ftir den 
Kennwertabgleich mit Widerstandswerten von 10 bis 100 Q 
heraus gebilde t s ind . 

10. Abgleichelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch aekennzeichnet > dafi die Widerstandswerte der Ab- 
gleichwiderstande (6, 19, 13, 18) durch eine Verringerung 
(Radieren) der Foliendicke (23) veranderbar sind. 




Figur 2 
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Abgleichelement ftir einen Aufnehmer 
Zusammenf assung 

Die Erfindung betrifft ein Abgleichelement (4) fiir eine Auf- 
nehmer schaltung, die mit Dehnungsmefistreif en (2) in Brucken- 
schaltung (1) ausgestattet ist. Dabei besteht das Abgleich- 
element (4) aus einer metallischen Tragerplatte (20), auf der 
eine strukturierte Widerstandsf olie (24) isolierend aufgeklebt 
ist. Aus der Widerstandsf olie (23) sind sowohl die niederohmi- 
gen Abgleichwiderstande (6, 19) als auch die hoherohmigen Ab- 
gleichwiderstande (13, 18) fiir den TKO-Abgleich und fur den 
TKK-Abgleich in Flachen- oder Gitterform herausgebildet . Das 
Abgleichelement (4) kann durch die ebene Tragerplatte (20) 
leicht mit einem geeigneten Kunststoff und einem guten Warme- 
tibergang mit dem Aufnehmer verbunden warden. Beim fertigen 
Aufnehmer ist das Abgleichelement durch einen VerguB vor me- 
chanischer Beschadigung geschiitzt. 



(Fig. 1) 



